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TEKNIK SARTNAME

Personel Kimlik Kart: Baski Cihaz Ribonu

Sarf Malzemelerinde Bulunmasi Gereken Teknik Ozellikler:

Kurum biinyesinde kullanilan kart yazicilar ile uyumlu olmahdir.

YMCKOK ribonlari ile ift ylize 250 Kart/Baski yapabilmelidir.

Yazilarda bulunan otomatik ribon algilama &zelligi dogrultusunda otomatik taninmalidir.
Uriin ambalajlart 57mmx83mmx120mm dlctilerinde olmaldir.

Uriin ambalajlarinda Uretici glivenlik bandi bulunmaldir.

Uriin ambalajlarinda 1 Adet Ribon ve 1 Adet Temizleme merdanesi bulunmalidir.
Urtnler icinde yazicl tarafindan otomatik tanimayt saglayan RFID Tag bulunmalidir.
Urtinler dis etkilerden korunmak amaciyla PP paket iginde bulunmalidir.

: 0-30°C arahginda sorunsuz saklanmali ve galismaldir,

10. Uriinler orijinal olmali ve belgelenebilmelidir.

11.  Urdnler orijinal Koli ve ambalajlarda teslim edilmelidir.

12, Yukarida maddeleri ile belirtilen Ribon Griintine uygun kart basim cihazinin ekte sunulan
sartnameye uygun bir cihaz verilmelidir.
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Personel Kimlik Karti Baski Cihazi Teknik Sartnamesi
Kart Baski Makinesinde Bulunmasi Gereken Teknik Ozellikler:

Baski teknolojisi Thermal Transfer ydntemi ile yapilmaldir.

Cihazin baski ¢dz{inGrligad en az 300 Dpi olmalidir.

Cihaz tek ylize renkli ve/veya tek renk baski yapabilme 6zelligi,

Cihaz tek ylize veya cift ylize baski yapabilmelidir.

Tek ylize YMCKO baski igin saatlik en az 160 Kart/baski, Monochrome ribonlar ile saatlik en az 720

Kart/baski yapabiliyor olmalidir,

YMCKOK ribonlari ile gift ylize 250 Kart/Baski alinabilmelidir.

En az 100 kart besleme ve 70 kart gikis hazneli olmalidir.

Istendiginde elle besleme ile kart basilabilmelidir.

Kenardan kenara ylksek ¢ozlindrliikte baski yapabilmelidir.

10. Opsiyonel olarak gelismis kodlama 6zelligi olmali ve Mifare, Desfire, HID iclass, Legic ve Contact
Chip, Magnetic Stripe kodlayabilmelidir.

11. 0.25mm to 1.0mm (10mil to 40mil) / PVC, ABS, PET, PVH, ve Polycarbonate ISO Standard CR80
Olgllerindeki kartlara baski yapabilmelidir.

12. Yenilenebilir Temizleme Merdane ve KIT leri olmalidir.

13. Otomatik ribon algilama 6zelligi bulunmalidir,

14. Cihaz ICC Profile’i desteklemelidir.

15. Cihaz ile gvenlik filigrani basilabilmeli, bu filigranlar driverdan segilebilmeli ve baski bolgeleri
ayarlanabilmeli, bu 6zellik icin ek sarf malzeme kullaniimamali, istendiginde kuruma 6zel filigran
basilabilmelidir.

16. Cihaz 4 satir LED LCD ekrana sahip olmalidir.

17. Cihaz 3 yil slre ile sinirlh garanti kapsaminda olmalidir.

18. USB ( Ver. 2.0 ) Full-speed ( 12 Mbps ) ve Hi-Speed ( 480 Mbps ) 10 Base-T / 100 Base-Tx
Ethernet standart olmalidir.

19. Cihaz igerisinde yerlesik LYNK tabanli islemci ile calisabilmelidir.

20. Windows 2000,2003, 2007 XP, VISTA, W7/8 /10 (32 ve 64 bit) Windows server 2003 R2 SP2,
2008, 2012, 2016. Mac OS X 10.9.0 isletim sistemleri ile uyumiu,

21. Cihaz 215mmx408mmx242mm o&lgllerinde olmalidir

22, 4,98 kg adirhdini asmamalidir.

23. 15-30°C araliginda sorunsuz calismalidir

24. Kolayca degistirilebilen baski kafasi olmalidir.

25. Cihaz 220+*%10 VAC , 50-60 +-%3 Hz sebeke voltaji ile ¢alisacaktir.

26. Cihaz ile birlikte Database destekli kart baski programi verilecektir.

27. Cihaz ile birlikte temizleme kiti (10 adet temizleme karti ve 1 adet temizleme kalemi) verilecektir.
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